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Zielsetzung:

Fur die elektrische Umverdrahtung vom Chip zur
nachsthdéheren Verdrahtungsebene (Substrat, Ge-
hause, etc.) wird vorwiegend das Drahtbondverfah-
ren mit Dinndraht (Ublicher Durchmesser 17,5 um
bis 33 um) eingesetzt. Dabei werden kommen Gold,
Aluminium und stark zunehmend auch Kupferdrahte
zum Einsatz. Da Kupferdrahte sehr schnell oxidieren,
ist die Einsatzzeit im Labor sehr begrenzt. Um den
Materiaverbrauch zu minimieren wird deshalb der
Draht (Ubliche Lange auf einer Spule 100 m) auf . -
mehrere Spulen umgespult. Aktuell wird dazu eine Abb. 1 Bonddraht auf Drahtspulen
Einrichtung am Nachbarinstitut genutzt. [www.heraeus.de]

Ziel des Projektes ist es eine Umspulvorrichtung zu entwerfen und aufzubauen, bei der der
Draht auf mehrere Spulen aufgeteilt werden kann.

Folgende Teilaufgaben sind zu l6sen:
¢ Recherche zum Verhalten von Bonddréahten unter definiertem Zug
o Definition der Randbedingungen zur Konstruktion hinsichtlich Belastung beim Um-
spulen
e Entwurf und Konstruktion der Vorrichtung
e Dokumentation und funktioneller Nachweis
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